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Intelligent verkabeln
heil3t Energie sparen

Trans Data Elektronik riistet das tML-System fiir Industrie 4.0
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BIPPEN/OHRTE (TBO). Bei der
Implementierung einer intelligen-
ten Steuerung von Maschinen,
Lagersystemen und Betriebsmit-
teln setzt man in der Vergangen-
heit {iberwiegend auf herkémm-
liche Verkabelungsverfahren, so
Trans Data Elektronik.

Die erforderlichen Kabellingen
wurden vor Ort ermittelt, die Ka-
bel zugeschnitten und mit den
Steckern versehen. Anbindung
und Steuerung der ,Smart Facto-
ries' im Industrie 4.0-Umfeld der
Zukunft werde zunehmend auf
Glasfasernetzwerken aufbauen.
Nicht nur die Unempfindlichkeit
von Lichtwellenleitern gegentiber
elektromagnetischen Einfliissen,
sondern auch die Moglichkeit er-
weiterter Linklangen bieten einen
klaren Vorteil im Vergleich zur
Kupferverkabelung, heifit es.

Trans Data Elektronik (tde) bie-
tet mit dem modularen Plug & Play
tML-System laut eigenen Angaben
ein praktisches Werkzeug zur Ver-
netzung von Fertigungsmaschinen
via Glasfaser oder Kupfer. Alle
Kabelstrecken und Stecker sind
vorkonfektioniert und getestet
und miissen vor Ort nur noch ver-
bunden werden, so tde.

Mit Hilfe des tML-Hutschienen-
adapters lassen sich tML-Module
auf einer Hutschiene integrieren.
Dank des tML-Systems lasst sich
laut tde sehr schnell eine intelli-

Mit neuem Hutschienenadapter riistet tde das tML-System

fiir das Industrial Ethernet.

gente Netzwerk-Verkabelung auf-
bauen, die sich den Bediirfnissen
der Fertigungsstraf3e anpasst und
nicht umgekehrt - und zugleich
hochst energieeffizient ist, wie der
Anbieter berichtet.

Damit bietet der Netzwerkspe-
zialist einen Investitionsschutz
durch ein flexibles System, das
einen notwendigen Umbau ohne
Neuinstallation der Verkabelung
mit sich bringt.

Zudem wird durch eine intelli-
gente Netzwerk-Verkabelung, die
alle wichtigen Produktions- und

Bild: tde

Messdaten in Echtzeit {ibertragt,
der Einsatz der Maschinen besser
steuerbar, heif3t es weiter. Lauf-
zeiten konnen demnach so opti-
miert und Prozesse punktgenau
aufeinander abstimmt werden -
wesentliche Faktoren, um Energie
zu sparen beziehungsweise effi-
zienter zu nutzen.

www.tde.de
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Schutz fiir elektronische
Komponenten

Schott bietet HTCC-Durchfiihrungen
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LANDSHUT (BA). Schott bietet in
seinem Geschaftsbereich Electro-
nic Packaging Gehdusel6sungen
fiir Hochfrequenz(HF)-Anwen-
dungen an. Sensible elektronische
Komponenten benétigen vor allem
im HF-Bereich zuverldssigen
Schutz. Die zunehmende Minia-
turisierung bringt weitere Her-
ausforderungen an das Design der
Bauteile mit sich. Der Einsatz von
HTCC-(High Temperature Cofired
Ceramics)-Multilagenkeramik-
Durchfithrungen ermoglicht die
auf3erst kompakte und dabei leis-
tungsfahige Anbindung einer ho-
hen Anzahl von elektrischen
Durchfiihrungen hin zu einer
hermetisch abgedichteten Einheit.

,In Zusammenarbeit mit unse-
ren Kunden entwickeln und pro-
duzieren wir HTCC-Durchfiihrun-
gen, die dank hervorragender
HF-Eigenschaften bei Einflige-
dampfung, Reflexionsverlusten
und Ubersprechen aufweisen®,
sagt Dr. Thomas Zetterer, Entwick-
lungsingenieur bei Schott Elect-
ronic Packaging. Je nach Design
sei dies fiir eine Bandbreite von
bis zu 40 GHz realisierbar. Die in
vielen Anwendungen der Luft-und
Raumfahrt notwendige Warme-
leitfahigkeit der HF-Gehduse wer-
de durch eine optimale Kombina-
tion von Materialien und Geome-
trien erreicht. HF-HTCC-Durch-
fihrungen von Schott entspre-
chen nicht nur den typischen
Designregeln fiir HTCC-Kerami-
ken, sie sind auch in einem ver-

tretbaren fertigungstechnischen
Anforderungsregime realisierbar.
Bei HF-Konnektoren, die zur
Einkoppelung von HF-Signalen
in Hochleistungsgehdusen einge-
setzt werden, konnen Standard-
Steckverbinder die hohen Anfor-
derungen oft nicht mehr erfiillen.
Damit die Schnittstellen der Mi-
crowave Packages die geforderte
HF-Performance erreichen, bietet
Schott hermetische Hochfre-
quenz- SMA-, SMP- und SMPM-
Konnektoren mit Glas-Metall
Technologie auch in modifizierten
Geometrien an, die gemaf} indivi-
dueller Anforderungen genau an-
gepasst werden konnen.
www.schott.com/epackaging
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Die HF-Durchfiihrungen auf Basis
von HTCC-Multilagenkeramik sind
besonders kompakt. Bild: Schott



